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(57)摘要

本发明公开了一种制冷芯片封边设备，其特

征在于，包括工作台，所述工作台上设置有上料

端、下料端及用于带动制冷芯片沿所述上料端至

所述下料端方向输送的输送机构；所述工作台于

所述上料端及下料端之间设置有用于所述制冷

芯片放置的工作工位；所述工作工位旁侧设置有

用于对所述制冷芯片进行点胶的点胶机构及用

于对点胶后的所述制冷芯片进行贴纸封边的封

边机构。通过设置用于制冷芯片的点胶和贴合机

构，能够对制冷芯片进行点胶和贴合的封边工艺

处理，并设置自动化的上料、下料、输送生产线，

实现封边工艺自动化。
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1.一种制冷芯片封边设备，其特征在于，包括工作台（1），所述工作台（1）上设置有上料

端（2）、下料端（3）及用于带动制冷芯片沿所述上料端（2）至所述下料端（3）方向输送的输送

机构（4）；所述工作台（1）于所述上料端（2）及下料端（3）之间设置有用于所述制冷芯片放置

的工作工位（5）；所述工作工位（5）旁侧设置有用于对所述制冷芯片进行点胶的点胶机构

（6）及用于对点胶后的所述制冷芯片进行贴纸封边的封边机构（7）；所述封边机构（7）包括

有用于贴纸送料的送料装置（8），所述工作工位（5）与所述送料装置（8）之间设置有用于对

所述工作工位（5）上的制冷芯片进行贴纸封边操作的贴纸装置（9）；所述贴纸装置（9）包括

第一转动部（10），所述第一转动部（10）的活动端设置有第一驱动气缸（11），所述第一驱动

气缸（11）的驱动端设置有用于贴纸吸附的吸附部（12）；所述第一转动部（10）驱动所述第一

驱动气缸（11）联动所述吸附部（12）于所述工作工位（5）与送料装置（8）之间进行工位切换

的转动运动；所述送料装置（8）包括设置于工作台（1）用于放置贴纸实现输送的送料部

（13），所述送料部（13）的出料端设置有用于对贴纸进行压合定位的第一压合装置（14），所

述第一压合装置（14）包括上料板（15）及压合块（16），所述上料板（15）上设置有切割槽

（17），所述第一压合装置（14）旁侧设置有于所述切割槽（17）中作往复的切割运动的切割装

置（18）；所述上料板（15）设置有开口，所述压合块（16）压合端面的一侧设置有连接块（19），

所述连接块（19）的一端连接压合块（16），另一端经所述开口伸出连接第二驱动气缸（20）；

所述切割装置（18）设置有切刀（21），所述切刀（21）插入切割槽（17）中并从切割槽（17）中伸

出。

2.如权利要求1所述的一种制冷芯片封边设备，其特征在于，所述点胶机构（6）包括设

置于所述工作工位（5）旁侧的点胶部（22）及用于驱动所述点胶部（22）朝向所述工作工位

（5）作往复驱动运动的第三驱动气缸（23）。

3.如权利要求1所述的一种制冷芯片封边设备，其特征在于，所述工作工位（5）包括用

于对所述制冷芯片进行点胶操作的点胶工位（27）、用于对所述制冷芯片进行贴纸封边操作

的贴纸工位、用于对所述制冷芯片进行上料操作的上料工位（29）和用于对所述制冷芯片进

行下料操作的下料工位（30）。

4.如权利要求3所述的一种制冷芯片封边设备，其特征在于，所述封边机构（7）和点胶

机构（6）设置有两组，两组所述封边机构（7）对称于所述贴纸工位设置，两组所述点胶机构

（6）对称于所述点胶工位（27）设置。

5.如权利要求1所述的一种制冷芯片封边设备，其特征在于，所述输送机构（4）包括设

置于所述工作工位（5）上方的第一导向滑轨装置（31），所述第一导向滑轨装置（31）朝向所

述工作工位（5）的一侧活动连接有第一机械手组件（32）。

6.如权利要求1所述的一种制冷芯片封边设备，其特征在于，所述上料端（2）位置设置

有用于放置工件的下料槽，所述下料槽竖直方向的至少一侧设置有设置有用于对制冷芯片

进行压合定位的第二压合装置（35），所述第二压合装置（35）包括压料板（36）和第四驱动气

缸（24），所述第二压合装置（35）的下部设置有用于承托制冷芯片承托装置（37），所述承托

装置（37）包括承托块（34）和第五驱动气缸（25），所述下料槽的底部设置有导轨载料滑板

（38）及供导轨载料滑板（38）穿过下料槽底部的开口，所述导轨载料滑板（38）设置有驱动所

述导轨载料滑板（38）沿其导轨方向往复运动的第六驱动气缸（26）。
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一种制冷芯片封边设备

技术领域

[0001] 本发明涉及自动化设备领域，具体地，涉及一种制冷芯片封边设备。

背景技术

[0002] 制冷芯片也叫热电半导体制冷组件、帕尔贴等，是指一种分为两面，一面吸热，一

面散热，起到导热的贴片。制冷芯片成品需要对其进行点胶和粘贴的封边工艺处理，现有的

处理方式是需要人工处理封边工艺。

发明内容

[0003] 本发明的目的在于提供一种制冷芯片封边设备，通过设置用于制冷芯片的点胶和

贴合机构，能够对制冷芯片进行点胶和贴合的封边工艺处理，并设置自动化的上料、下料、

输送生产线，实现封边工艺自动化。

[0004] 为了实现上述目的，本发明采用如下技术方案：一种制冷芯片封边设备，特别地，

包括工作台，工作台上设置有上料端、下料端及用于带动制冷芯片沿上料端至下料端方向

输送的输送机构；工作台于上料端及下料端之间设置有用于制冷芯片放置的工作工位；工

作工位旁侧设置有用于对制冷芯片进行点胶的点胶机构及用于对点胶后的制冷芯片进行

贴纸封边的封边机构。

[0005] 本发明的工作原理如下：在工作台设置有上料端、点胶机构、封边机构、下料端及

用于带动制冷芯片沿上料端至下料端方向输送的输送机构，通过上料端的自动上料把工件

输送到工作工位，点胶机构对制冷芯片进行点胶工艺步骤后，封边机构对制冷芯片进行封

边工艺步骤，并由输送机构输送下料，实现制冷芯片封边设备的自动化操作。

[0006] 为了优化制冷芯片封边设备的结构，优选地，封边机构包括有用于贴纸送料的送

料装置，工作工位与送料装置之间设置有(用于对工作工位上的制冷芯片进行贴纸封边操

作的)贴纸装置。通过在工作工位与送料装置之间设置贴纸装置，其整体设计结构简单方

便。

[0007] 为了实现自动化封边，优选地，贴纸装置包括第一转动部，第一转动部的活动端设

置有第一驱动气缸，第一驱动气缸的驱动端设置有用于贴纸吸附的吸附部；第一转动部驱

动第一驱动气缸联动吸附部于工作工位与送料装置之间进行工位切换的转动运动。当工件

处于工作工位时，第一驱动气缸带动设置在第一驱动气缸驱动端的吸附部接触工件封边，

封边完成后，由第一驱动气缸驱动吸附部离开工件，便于工件的输送；第一转动部转动，带

动设置在第一转动部上的第一驱动气缸及设置在第一驱动气缸上的吸附部实现转动步骤，

实现贴纸吸附和封边工艺之间的位置移动。

[0008] 为了实现自动化送料，优选地，送料装置包括设置于工作台用于放置贴纸实现输

送的送料部，送料部的出料端设置有用于对贴纸进行压合定位的第一压合装置，第一压合

装置包括上料板及压合块，上料板上设置有切割槽，第一压合装置旁侧设置有于切割槽中

作往复的切割运动的切割装置。设置的第一压合装置对输送的贴纸进行压合定位时，在切
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割槽中的切割装置则自动对贴纸进行切割，完成贴纸的加工，实现自动化送料。

[0009] 为了实现贴纸的自动化压合，优选地，上料板设置有开口，压合块压合端面的一侧

设置有连接块，连接块的一端连接压合块，另一端经开口伸出连接第二驱动气缸；切割装置

设置有切刀，切割装置设置有切刀，切刀插入切割槽中并从切割槽中伸出。在上料板设置开

口，压合块形状的最短直径大于开口形状的最短直径，压合块通过连接块建立与驱动气缸

的连接，由驱动气缸驱动压合块压合或松离；切割装置的伸入切割槽内并穿出，能够对压合

装置的定位贴纸进行切割。

[0010] 为了实现自动化点胶，优选地，点胶机构包括设置于工作工位旁侧的点胶部及用

于驱动点胶部朝向工作工位作往复驱动运动的第三驱动气缸。当工件处于工作工位时，驱

动气缸驱动点胶部接触工件进行点胶，点胶完成后，由驱动气缸驱动点胶部离开工件，便于

工件的输送。

[0011] 为了方便点胶机构和封边机构操作，优选地，工作工位包括用于对制冷芯片进行

点胶操作的点胶工位及用于对制冷芯片进行贴纸封边操作的贴纸工位、用于对制冷芯片进

行上料操作的上料工位和用于对制冷芯片进行下料操作的下料工位。通过设置的工作工

位，对制冷芯片进行定位和固定，才能便于点胶和封边机构的操作。

[0012] 为了提高设备的封边效率，优选地，封边机构设置有两组，两组封边机构对称于贴

纸工位设置，两组点胶机构对称于点胶工位设置。通过设置两组封边机构，能够同时对两块

制冷芯片进行封边操作，提高设备的封边效率。

[0013] 为了提高设备的点胶效率，优选地，点胶机构设置有两组。通过设置两组点胶机

构，能够同时对两块制冷芯片进行点胶操作，提高设备的点胶效率。

[0014] 为了实现自动化输送操作，优选地，输送机构包括设置于工作工位上方的第一导

向滑轨装置，第一导向滑轨装置朝向工作工位的一侧活动连接有第一机械手组件。通过机

械手提取工件，并利用导向滑轨移动，实现工件的自动化输送。

[0015] 为了实现自动化上料，优选地，上料端位置设置有用于放置工件的下料槽，下料槽

的竖直方向的至少一侧设置有设置有用于对制冷芯片进行压合定位的第二压合装置，第二

压合装置包括压料板和第四驱动气缸，第二压合装置的下部设置有用于承托制冷芯片承托

装置，承托装置包括承托块和第五驱动气缸，下料槽的底部设置有导轨载料滑板及供导轨

载料滑板穿过下料槽底部的开口，导轨载料滑板设置有驱动导轨载料滑板沿其导轨方向往

复运动的第六驱动气缸。先通过压合装置压紧放置在下料槽内的制冷芯片，然后用于承托

制冷芯片承托装置松开承托，此时处于下料槽最底部未被压合装置压紧的的制冷芯片便掉

落到载料滑板上，驱动气缸推动载料滑板沿设置的导轨移动，到达工作工位，方便机械手提

取工件进行输送。

[0016] 为了实现自动化下料，优选地，下料端包括设置于工作工位上方的第二导向滑轨

装置，第二导向滑轨装置朝向工作工位的一侧活动连接有第二机械手组件。通过下料端设

置的第二导向滑轨装置和设置在第二导向滑轨装置上的第二机械手组件移动工件。

[0017] 本发明实施提供有效效果：

[0018] 1 .通过设置的点胶和贴合机构，能够对制冷芯片进行点胶和封边工艺处理，实现

制冷片点胶和封边工艺自动化。

[0019] 通过设置的上料端、下料端和输送线，实现制冷片封边的全自动化操作。
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附图说明

[0020] 图1为本发明实施例提供的制冷芯片封边设备的结构示意图；

[0021] 图2为本发明实施例提供的制冷芯片封边设备点胶机构的结构示意图；

[0022] 图3为本发明实施例提供的制冷芯片封边设备封边机构的结构示意图；

[0023] 图4为本发明实施例提供的制冷芯片封边设备封边机构内的装置的结构示意图；

[0024] 图5为本发明实施例提供的制冷芯片封边设备封边机构内的部件的结构示意图；

[0025] 图6为图3中A的局部放大图；

[0026] 图7为本发明实施例提供的制冷芯片封边设备上料端主视图；

[0027] 图8为本发明实施例提供的制冷芯片封边设备上料端正视图；

[0028] 图9为图8中B的局部放大图。

[0029] 附图标记说明：

[0030] 1、工作台；2、上料端；3、下料端；4、输送机构；5、工作工位；6、点胶机构；7、封边机

构；8、送料装置；9、贴纸装置；10、第一转动部；11、第一驱动气缸；12、吸附部；13、送料部；

14、第一压合装置；15、上料板；16、压合块；17、切割槽；18、切割装置；19、连接块；20、第二驱

动气缸；21、切刀；22、点胶部；23、第三驱动气缸；24、第四驱动气缸；25、第五驱动气缸；26、

第六驱动气缸；27、点胶工位；28、贴纸工位；29、上料工位；30、下料工位；31、第一导向滑轨

装置；32、第一机械手组件；33、下料槽；34、承托块；35、第二压合装置；36、压料板；37、承托

装置；38、导轨载料滑板；39、第二导向滑轨装置；40、第二机械手组件。

具体实施方式

[0031] 下面结合附图和实施例对本发明进行进一步说明。

[0032] 如图1‑9所示，一种制冷芯片封边设备，包括工作台1，工作台1上设置有上料端2、

下料端3及用于带动制冷芯片沿上料端2至下料端3方向输送的输送机构4；工作台1于上料

端2及下料端3之间设置有用于制冷芯片放置的工作工位5；工作工位5旁侧设置有用于对制

冷芯片进行点胶的点胶机构6及用于对点胶后的制冷芯片进行贴纸封边的封边机构7。

[0033] 封边机构7包括有用于贴纸送料的送料装置8，工作工位5与送料装置8之间设置有

用于对工作工位5上的制冷芯片进行贴纸封边操作的贴纸装置9。通过在工作工位5与送料

装置8之间设置贴纸装置9，其整体设计结构简单方便。

[0034] 贴纸装置9包括第一转动部10，第一转动部10的活动端设置有第一驱动气缸11，第

一驱动气缸11的驱动端设置有用于贴纸吸附的吸附部12；第一转动部10驱动第一驱动气缸

11联动吸附部12于工作工位5与送料装置8之间进行工位切换的转动运动。当工件处于工作

工位5时，第一驱动气缸11带动设置在第一驱动气缸11驱动端的吸附部12接触工件封边，封

边完成后，由第一驱动气缸11驱动吸附部12离开工件，便于工件的输送；第一转动部10转

动，带动设置在第一转动部10上的第一驱动气缸11及设置在第一驱动气缸11上的吸附部12

实现转动步骤，实现贴纸吸附和封边工艺之间的位置移动。

[0035] 送料装置8包括设置于工作台1用于放置贴纸实现输送的送料部13，送料部13的出

料端设置有用于对贴纸进行压合定位的第一压合装置14，第一压合装置14包括上料板15及

压合块16，上料板15上设置有切割槽17，第一压合装置14旁侧设置有于切割槽17中作往复

的切割运动的切割装置18。设置的第一压合装置14对输送的贴纸进行压合定位时，在切割
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槽17中的切割装置18则自动对贴纸进行切割，完成贴纸的加工，实现自动化送料。

[0036] 上料板15设置有开口，压合块16压合端面的一侧设置有连接块19，连接块19的一

端连接压合块16，另一端经开口伸出连接第二驱动气缸20；切割装置18设置有切刀21，切割

装置18设置有切刀21，切刀21插入切割槽17中并从切割槽17中伸出。在上料板15设置开口，

压合块16形状的最短直径大于开口形状的最短直径，压合块16通过连接块19建立与驱动气

缸的连接，由驱动气缸驱动压合块16压合或松离；切割装置18的伸入切割槽17内并穿出，能

够对压合装置的定位贴纸进行切割。

[0037] 点胶机构6包括设置于工作工位5旁侧的点胶部22及用于驱动点胶部22朝向工作

工位5作往复驱动运动的第三驱动气缸23。当工件处于工作工位5时，驱动气缸驱动点胶部

22接触工件进行点胶，点胶完成后，由驱动气缸驱动点胶部22离开工件，便于工件的输送。

[0038] 工作工位5包括用于对制冷芯片进行点胶操作的点胶工位27及用于对制冷芯片进

行贴纸封边操作的贴纸工位、用于对制冷芯片进行上料操作的上料工位29和用于对制冷芯

片进行下料操作的下料工位30。通过设置的工作工位5，对制冷芯片进行定位和固定，才能

便于点胶和封边机构7的操作。

[0039] 封边机构7设置有两组，两组封边机构7对称于贴纸工位设置，两组点胶机构6对称

于点胶工位27设置。通过设置两组封边机构7，能够同时对两块制冷芯片进行封边操作，提

高设备的封边效率。

[0040] 点胶机构6设置有两组。通过设置两组点胶机构6，能够同时对两块制冷芯片进行

点胶操作，提高设备的点胶效率。

[0041] 输送机构4包括设置于工作工位5上方的第一导向滑轨装置31，第一导向滑轨装置

31朝向工作工位5的一侧活动连接有第一机械手组件32。通过机械手提取工件，并利用导向

滑轨移动，实现工件的自动化输送。

[0042] 上料端2位置设置有用于放置工件的下料槽，下料槽的竖直方向的至少一侧设置

有设置有用于对制冷芯片进行压合定位的压合装置，压合装置包括压料板36和第四驱动气

缸24，压合装置的下部设置有用于承托制冷芯片承托装置37，承托装置37包括承托块34和

第五驱动气缸25，下料槽的底部设置有导轨载料滑板38及供导轨载料滑板38穿过下料槽底

部的开口，导轨载料滑板38设置有驱动导轨载料滑板38沿其导轨方向往复运动的第六驱动

气缸26。先通过压合装置压紧放置在下料槽内的制冷芯片，然后用于承托制冷芯片承托装

置37松开承托，此时处于下料槽最底部未被压合装置压紧的的制冷芯片便掉落到载料滑板

上，驱动气缸推动载料滑板沿设置的导轨移动，到达工作工位5，方便机械手提取工件进行

输送。

[0043] 下料端3包括设置于工作工位5上方的第二导向滑轨装置39，第二导向滑轨装置39

朝向工作工位5的一侧活动连接有第二机械手组件40。通过下料端3设置的第二导向滑轨装

置39和设置在第二导向滑轨装置39上的第二机械手组件40移动工件。

[0044] 本说明书列举的仅为本发明的较佳实施方式，凡在本发明的工作原理和思路下所

做的等同技术变换，均视为本发明的保护范围。
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